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(54) PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CARTE SANS CONTACT 

(57) Dans la fabrication d'une carte sans contact compre- 
nant une feuille (1 ) de support des elements fonctionnels de 
la carte, il est prevu selon I'invention que des couches infe- 
rieure et superieure (2, 3) de revetement de ladite feuille (1 ) 
et desdits elements fonctionnels qu'elle porte sont formees 
par extrusion directement au contact de ladite feuille (1). 




2793577 


PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CARTE SANS CONTACT 


5 La presente invention concerne la fabrication de 

supports a circuit integre du type sans contact tels 
qu 1 etiquettes electroniques ou cartes dites "sans 
contact" du fait de leur aptitude a echanger des 
informations a distance avec un lecteur suivant un mode 
10 lecture ou bien un mode ecriture/lecture. 

De telles cartes sont notamment des badges 
d' identification, ou bien des cartes a puce a fonctions 
plus etendues dont les applications se multiplient 
actuel lenient . Par exemple, dans une telle application 
15 denommee "telebilletique" , la carte est debitee au 
passage a proximite d T une borne et peut etre de meme 
rechargee a distance. En regie generale, la 
transmission des donnees est effectuee par 
radiof requence ou hyperf requence • 
20 Dans un procede connu de fabrication d T une carte 

sans contact, est raise en peuvre la technique dite de 
"colamination" . Elle consiste ici a disposer entre les 
plateaux d'une presse un empilement de feuilles 
thermoplastiques au milieu duquel est positionne le 
25 circuit electronique pour transmission sans contact ; 
puis h effectuer le soudage des differentes feuilles 
thermoplastiques par pression et elevation de la 
temperature. Ce procede permet d'obtenir une carte dont 
toute 1 ' electronique est noyee dans la matiere 
30 plastique* Mais du fait des differences entre les 
coefficients de dilatation des divers materiaux 
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utilises, 1' action combinee de la pression et de la 
temperature engendre une deformation residuelle a la 
surface de la carte. Et le remede a cette deformation 
est tres penalisant en production, puisqu'il consiste a 
5 allonger sensiblement les temps de cycle, notamment le 
refroidissement. Un autre inconvenient de ces cartes 
est leur mediocre aptitude a resister a des 
solicitations en flexion repetees. 

Dans le document EP-A-0 640 940 au nom de N.V. 
10 Nederlandsche Apparentf abriek NEDAP, il est propose une 
solution a ce double probleme selon laquelle une couche 
intermediaire a fonction de support pour les moyens 
fonctionnels de la carte est interposee entre deux 
couches superf icielles, chacune de ces dernieres etant 
15 fixee a la couche intermediaire par une couche de 
liaison ayant une temperature de famollissement plus 
basse, Ce procede a toutefois le desavantage de 
comporter un grand nombre d'etapes et done d'etre de 
mise en oeuvre assez complexe. 
20 La presente invention procede d'une recherche 

d'une nouvelle solution de fabrication de supports a 
circuit integr6 du type sans contact pour surmonter les 
problemes precites, en meme temps que pour satisfaire a 
d'autres objectifs d' automatisation de la fabrication 
25 et de production en grande serie a cadence elevee. 

A cet effet, 1' invention consiste en un procede de 
fabrication d'un support de circuit integre du type 
sans contact, pourvu d T elements fonctionnels comprenant 
un bloc electronique ou puce relie a un enroulement a 
30 fonction d'antenne, et dont le corps comprend une 
couche de revetement sur au moins un cote desdits 
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§l§ments fonctionnels, caracterise en ce que lesdits 
moyens fonctionnels sont implantes sur une feuille de 
support, et en ce que ladite couche de revetement au 
moins est form6e par extrusion, immediatement au 
5 contact de ladite feuille de support. 

Dans le cas preferentiel ou sont extrudees deux 
couches de revetement, une sur chaque cote de ladite 
feuille de support, il est done obtenu un corps 
integrant les composants electronique, et 
10 d 1 alimentation et transmission du systeme, lesquels 
composants sont entierement noyes dans ledit corps. 

Dans une forme de realisation de 1' invention, 
ladite feuille de support desdits moyens fonctionnels 
est un film en materiau dielectrique . En variante, elle 
15 est une grille ou section de bande conductrice (de type 
"lead frame") , dans laquelle peut etre decoupe ledit 
enroulement sous forme d'une ou plusieurs spires. 

Selon une autre caracteristique de 1 ! invention, 
ledit procede de fabrication est mis en oeuvre en 
20 faisant passer ladite feuille de support, pourvue au 
prealable desdits moyens fonctionnels, dans une filiere 
d 1 extrusion de ladite couche de revetement au moins. Si 
deux couches de revetement sont prevues, el les sont 
avantageusement realisees ensemble par co-extrusion sur 
25 les deux cotes de ladite feuille de support. 

Dans les deux cas, dans une etape preliminaire du 
procede de fabrication, ladite feuille de support, 
pourvue desdits elements fonctionnels de carte, est 
avantageusement conditionnee sous forme de bobine a 
30 derouler en continu en vue d T une mise en oeuvre en 
continu de l 1 etape d 1 extrusion ou de co-extrusion, 
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suite a laquelle, apres ref roidissement , peuvent avoir 
lieu en ligne une etape d' impression et/ou de decoupe 
au format final, et/ou de test des produits, et/ou de 
depot sur le recto et/ou le verso de film imprime, 
5 piste magnetique ou autres. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, 
1' etape de decoupe comprend une phase prealable de 
reperage, en vue du positionnement pour la decoupe 
proprement dite, le reperage consistant en une 
10 detection desdits moyens fonctionnels a travers la 
matiere dont ils . sont reconverts (par exemple par 
radio, ultrasons, etc.). Cette facon de proceder est 
particulierement avantageuse lorsqu'il est prevu que 
ladite feuille de support soit totalement noyee dans la 
15 matiere venant d' extrusion. 

Dans le cas ou ladite feuille de support est un 
film en materiau dielectrique constituant une ame 
centrale entre deux couches de revetement obtenues par 
co-extrusion, il est avantageusement prevu une ou 
20 plusieurs ouvertures dans ladite ame centrale de la 
carte, de maniere a ce que lesdites couches inferieure 
et superieure soient co-extrudees en etant jointes 
l'une a 1' autre de facon monolithique. 

La presente invention concerne done egalement un 
25 support a circuit integre du type sans contact, tel que 
carte a puce, comportant une feuille centrale de 
support des moyens fonctionnels, et des couches 
inferieure et superieure, caracterise en ce que ladite 
feuille de support presente au moins une ouverture au 
30 travers de laquelle communiquent les deux couches 
inferieure et superieure. Dans un tel ensemble, la 
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matiere des couches inferieure et superieure presente 
avec la matiere se trouvant dans ladite ouverture au 
moins une continuity moleculaire homogene et 
constitutive d'un seul et meme materiau. 

5 D'autres caracteristiques de 1' invention sont 

relatives a la realisation et/ou au montage des 
elements fonctionnels (bobine d T alimentation et antenne 
sous la forme d f un enroulement, et bloc electronique ou 
puce), sur un film en materiau dielectrique en tant que 

10 feuille de support centrale, selon lesquelles, 
avantageusement : 

- ledit enroulement est realise par- metallisation 

dudit film ; 

- la puce est collee sur ledit film, et ses 
15 contacts sont relies, avantageusement par soudure, a 

deux fils de connexion audit enroulement, 1' ensemble de 
la puce et des fils de connexion etant noye dans une 
goutte de resine ; 

- ces deux operations sont realisees en continu 
20 sur ledit film en materiau dielectrique conditionne a 

cet effet en bobine a derouler en continu. 

Ces caracteristiques et avantages de 1' invention, 

ainsi que d'autres, apparaitront plus clairement a la 

lecture de la description suivante, faite en relation 
25 avec les dessins joints, dans lesquels : 

la Fig, 1 est une vue schematique en coupe 

illustrant dans son principe un dispositif d 1 extrusion 

utilise dans une forme de mise en oeuvre du procede 

selon l f invention, 
30 les Figs, 2 et 3 sont des vues en plan similaires 

d'une portion de film destinee a constituer l f ame 
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centrale d'une carte fabriquee selon 1 T invention, et 
pourvue des elements fonctionnels de la carte, et 

la Fig. 4 est une vue schematique en coupe du 
detail inscrit dans un cercle aux Figs. 2 et 3, 
5 illustrant le montage de la puce sur ladite ame 
centrale et sa connexion a 1 1 enroulement a fonctions de 
bobirie d f alimentation et d'antenne. 

Considerant d'abord la Fig. 1, elle illustre dans 
le procede de fabrication selon 1' invention d'une carte 
10 sans contact, sous forme de dispositif, l'etape de 
realisation de deux couches inferieure et superieure 2 
et 3 recouvrant une ame centrale 1 pourvue au prealable 
des elements fonctionnels de la carte qui, selon les 
cas, peuvent etre implantes dans des positions 
15 variables de celle-ci. Les couches 2 et 3 protegent 
1' ensemble de 1 1 ame 1 et de ses composants et, en regie 
generale, elles sont imprimees lors d'une etape 
ulterieure du procede. 

Selon 1' invention, les deux couches inferieure et 
20 superieure 2 et 3 sont realisees par extrusion, 
directement sur l'ame 1. Dans l'exemple represents, 
elles sont obtenues simultanement par la technique bien 
connue d 1 extrusion de plaque, du fait de faire defiler 
I'ame 1 prealablement equipee en composants a travers 
25 la filiere F du dispositif d' extrusion E . 

A cet effet, la tete d ? alimentation T de la 
filiere F consiste en un bloc dans lequel sont menages 
un canal C de passage de l'ame 1, aboutissant a 
l 1 entree de la filiere F, ainsi que deux conduites Al 
30 et A2 d'amenee de la matiere a extruder debouchant 
respectivement inf erieurement et superieurement dans 
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le canal C, immddiatement en amont de l 1 entree de la 
filiere F. On obtient ainsi en sortie de la filiere F 
un stratifie dont l'epaisseur et 1' aspect des deux 
couches exterieures 2 et 3 extrudees peuvent etre 
5 parfaitement controles d'une maniere connue en soi. 
Pour renforcer la liaison entre les couches extrudees 
2, 3 et l'ame centrale 1, celle-ci peut etre enduite 
d f un adhesif approprie avant passage dans le dispositif 
d f extrusion E . 

10 Sur le dessin, I'ame 1 apparait conditionnee sous 

la forme d'une bobine B a derouler en continu, en vue 
d'une alimentation en continu du dispositif d' extrusion 
E et, par consequent, d'une production en sortie d'un 
ruban continu de stratifie qui peut subir en l'etat des 
15 traitements ulterieurs tels que ref roidissement et 
impression, les cartes n'etant formees qu'au final par 
decoupe dans ce ruban. 

En pratique, des matieres a extruder classiques 
peuvent etre utilisees, telles que polyethylene- 
20 teraphtalate (PET) ou polychlorure de vinyle, etc, , 
selectionnees en fonction des materiaux constituant 
l'ame centrale 1 et les elements fonctionnels des 
cartes a realiser. 

La Fig. 2 illustre une etape prealable dans la 
25 forme de mise en oeuvre preferee du procede selon 
l 1 invention, relative a la preparation de l'ame 
centrale 1, qui apparait ici en tant que partie d'un 
film 10 deroule d'une bobine telle que B a la Fig, 1. 

Sur le film 10, sont formes successivement des 
30 meraes arrangements de circuit correspondant chacun a 
l'equipement fonctionnel d'une carte, et regroupant 


8 


2793577 


done une puce 5 et un enroulement 6 a fonction de 
bobine d' alimentation et d'antenne. 

L' enroulement 6 est avantageusement realise de 
facon classique par metallisation du dielectrique 
5 constituant le film 10, soit par gravure chimique ou 
bien contrecollage du metal, ou encore impression 
serigraphique. 

Le montage de la puce 5 sur le film 10 est 
illustre a la Fig. 4 : la puce 5 est d'abord collee sur 
10 le film 10, puis ses contacts sont relies aux 
extremites de 1' enroulement 6, notamment par soudure en 
extremite de fils de connexion 7. L 1 ensemble de la puce 
5 et des fils de connexion 7 peut etre ensuite noye 
dans une goutte de resine 8. Toutes ces operations 
15 relatives a la puce 5 et 1 ' enroulement 6 peuvent done 
etre realisees en ligne, de fagon tres largement, sinon 
completement automatisee. Dans une forme plus simple, 
1' enroulement 6 peut faire partie integrante du bloc 
electronique 5, ce qui reduit 1' operation de montage a 
20 la simple fixation de celui-ci sur le film 10. 

A la Fig. 2, apparait en outre sur le film 10, un 
pourtour 11 en traits mixtes-fins entourant 1 'ensemble 
fonctionnel constitue par la puce 5 et de 1 1 enroulement 
6, et qui indique la coupe qui sera effectuee au final 
25 au format du produit final a obtenir. Notamment dans le 
cas ou l'ame centrale est totalement noyee dans la 
matiere extrudee, la decoupe est avantageusement operee 
suite a un reperage par detection des moyens 5, 6 a 
travers la matiere (par exemple par radio, ultrasons, 
30 etc. ) . 
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La Fig* 3 est pour l'essentiel identique a la 
Fig. 2 et comporte par consequent les memes signes de 
reference pour designer les memes elements* Ont ete 
seulement reprfesentes en plus des evidements 12 menages 

5 dans le film 10 a 1 ' emplacement de chaque future carte, 
avant ou apres l'agencement des ensembles d'equipement 
5, 6. Les evidements 12 sont prevus en tant que passage 
de communication entre le recto et le verso du film 10, 
qui vont done permettre a la matiere d' extrusion de se 

10 repartir sans solution de continuity autour du film, 
constituant done les couches superf icielles 2 et 3 
jointes entre elles de fagon monolithique . En prevoyant 
en plus d'un evidemment central, des evidements 
longitudinaux et transversaux a cheval sur le pourtour 

15 de decoupe 11, on peut obtenir un corps de carte 
formant une enveloppe quasi-continue, sauf en une 
partie minime du pourtour. 

Outre de par les avantages de la mise en oeuvre du 
procede de fabrication ressortant de la description qui 

20 precede, 1' invention est remarquable egalement au 
niveau du produit qui en resulte, dont les moyens 
fonctionnels sont entierement proteges dans une gaine 
en matiere plastique, dont la securisation est maximale 
puisqu'il ne peut y avoir d'acces physique aux circuits 

25 electronique sans destruction du corps de carte, et 
dont la surface imprimable est augmentee. 
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REVENDICATIONS 

5 1) Procede de fabrication de supports de circuit 

integre du type sans contact, tels que cartes a puce 
sans contact, pourvu d' elements fonctionnels comprenant 
un bloc electronique (5) relie a un enroulement (6) a 
fonction d'antenne, et dont le corps comprend une 

10 couche de revetement sur au moins un cote desdits 
elements fonctionnels, caracterise en ce que lesdits 
moyens fonctionnels (5, 6) sont implantes sur une 
feuille de support, et en ce que ladite couche de 
revetement au moins est formee par extrusion, 

15 immediatement au contact de ladite feuille de support. 

2) Procede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que ladite feuille de support est une grille 
conductrice dans laquelle est forme ledit enroulement 
(6) . 

20 3) Procede selon la revendication 1 ou 2, 

caracterise en ce qu'il est mis en oeuvre en faisant 
passer ladite feuille de support pourvue au prealable 
desdits moyens fonctionnels (5, 6) dans une filiere (F) 
d'extrusion de ladite couche de revetement (2 et/ou 3). 

25 4) Procede selon la revendication 3, caracterise 

en ce que ladite feuille de support, pourvue desdits 
elements fonctionnels (5, 6), est conditionnee sous 
forme de bobine (B) a derouler en continu en vue d'une 
mise en oeuvre en continu de l'etape d'extrusion. 

30 5) Procede selon la revendication 4, caracterise 

en ce que suite a l'etape d'extrusion et apres 


11 


2793577 


refroidissement, ont lieu en ligne une etape 
d' impression et/ou une etape de decoupe au format final 
des produits a obtenir. 

6) Procede selon la revendication 5, caracterise 
5 en ce qu' il comprend une etape de decoupe au format 

final des produits dans laquelle est prevue pour le 
positionnement necessaire a la decoupe proprement dite, 
une phase de reperage prealable par detection desdits 
moyens fonctionnels (5, 6) au travers de la matiere 
10 dont ils sont recouverts. 

7) Procede selon l'une des revendications 4 a 6, 
caracterise en ce que suite a 1' etape d' extrusion, a 
lieu en ligne une etape pour le depot d'un film imprime 
sur le recto et/ou le verso des produits a obtenir. 

15 8) Procede selon l f une des revendications 1 et 3 a 

7, caracterise en ce qu'il est prevu en tant que 
feuille de support desdits elements fonctionnels (5, 
6), un film en materiau dielectrique (1) . 

9) Procede selon la revendication 8, caracterise 
20 en ce que sont prevues deux couches inferieure (1) et 

superieure (2) de revetement du film en dielectrique 
(1) formant ante cent rale entre les deux, et en ce qu'il 
est en outre prevu une ou plusieurs ouvertures (12) 
dans ladite Siue centrale de la carte, de maniere a ce 
25 que lesdites couches inferieure et superieure (2, 3) 
soient co-extrudees en etant jointes l'une a 1" autre de 
fagon monolithique . 

10) Procede selon la revendication 8 ou 9, 
caracterise en ce que prealablement a 1' etape 

30 d'extrusion des couches (2, 3), un enroulement (6) a 
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fonctions d'antenne et de bobine d' alimentation pour la 
puce (5) est realise par metallisation sur 1 1 ame (1). 

11) Procede selon la revendication 10, caracterise 
en ce que la puce (5) est collee sur ladite ame 

5 centrale, et ses contacts sont relies a deux fils (7) 
de connexion audit enroulement (6), l 1 ensemble de la 
puce (5) et des fils de connexion (7) etant noye dans 
une goutte de resine (8) . 

12) Procede selon la revendication 11, caracterise 
10 en ce que les deux operations de realisation de 

l 1 enroulement (6) et de montage de la puce (5) sont 
realisees en continu sur un film (10) conditionne en 
bobine (B) & derouler en continu et constituant ladite 
ame centrale. 

15 13) Support de circuit integre du type sans 

contact, tel que carte a puce sans contact, obtenu par 
le procede selon l'une des revendications 1 a 12. 

14) Support de circuit integre de type sans 
contact, tel que carte a puce sans .contact, comportant 

20 une feuille centrale (1) de support des moyens 
fonctionnels (5, 6), et des couches inferieure et 
superieure (2, 3), caracterise en ce que ladite feuille 
de support (1) presente au moins une ouverture (12) au 
travers de laquelle communiquent les deux couches 

25 inferieure (2) et superieure (3), la matiere des 
couches inferieure et superieure (2, 3) presentant avec 
la matiere se trouvant dans ladite ouverture (12) au 
moins une continuity moleculaire homogene et 
constitutive d f un seul et meme materiau. 
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